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1.研究目的

近年､超LSIデバイスの高速化 ･高集横化が進む中で､配線の多層化が重要となっている｡この多層配線

を実現するための技術として平坦化 (Planarization)加工技術があり､その中でもCMP(ChemicalMechanical

polishing)加工技術が数多く導入されている｡このCMP加工技術ではPolishingPad(研磨布)やスラリーと

いった消耗資材が加工特性 (研磨 レート､平坦化 ･均一化など)を決めるきわめて重要な要素技術である｡

本研究は､上記に挙げたPolishingPadの素材特性としてポリウレタン樹月旨素材の構造が研磨 レー トに対し､

どのような特性を示すかの基礎情報を得ることを目的とする｡

2.実験条件と試作パッド概要

本実験の実施については､被研磨材料として15口rrm 酸化膜 (p-TEOS膜)､スラリーとしてはシリカ系

スラリー (SiO212.5wt%)､加工装置としては小型修正リング式ポリッシング装置､定盤回転数30rpm､加

工圧力100-500g/cm2､スラリー供給量10ml/minの条件にて実験を行った｡

研磨 レートは干渉式膜厚計 (SENNTECH社製 FTP500)を使用し､加工前後の酸化膜の厚さを測定し､

膜厚の変化を加工時間で割ることで算出した｡

本実験で使用したポリウレタン樹脂パッドとしては､樹脂組成が同一素材で､樹脂密度の異なる4種､樹

脂硬度の異なる4種､表面セル径の異なる3種にて実験を行い､それぞれの特性を確認した｡

3.結論

樹脂密度の違いによる特性としては､樹脂密度の違いにより研磨レートの差が明確になる結果が得られた｡

樹脂硬度の違いでは､硬度が低い場合ある一定以上の荷重をピークに研磨 レー トの変化が見られない結果で

あった｡そのことからPolishingPadにはある一定以上の硬さが必要であると判断される｡表面セル径の違い

では､スラリーの表面保持量及び均一性への影響が出ることから､表面のセル径はより細かく均一な構造が

好ましいと判断される｡

今回の実験から上記条件でのポリウレタン樹脂構造が示す特性が確認された｡今後この実験結果をもとに､

最適なポリウレタン樹脂構造の改良を行っていく｡
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